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113 年半導體異質整合封裝設備產業自主化計畫 

泛工具機業者切入半導體產業 

輔導案審查作業辦法 
(A/B 兩類) 

113.04.25 更新 

壹、申請須知 

一、計畫目的 

近年來因半導體產業蓬勃發展，相關設備及零組件商機龐大且成長力道

強勁，加上臺灣在全球半導體產業中占有關鍵地位，半導體設備的投資規模

突破 2兆元以上，儼然成為國內泛工具機業者心中的新大陸。 

我國泛工具機產業以外銷為導向，於國際製造業中亦占有一席重要地

位，然而隨著國內半導體產業情勢發展熱烈，半導體相關產業應用需求遽增，

而泛工具機業者開始思考如何創新研發及自我提升，以利與半導體相關產業

結合，創造出更多的合作與商機。經評估公司長期發展策略及永續經營後，

部分業者決定深耕研發量能，鏈結半導體關鍵技術並強化機械加工量能，也

期許藉由研提政府相關輔導與補助計畫資源，創造下一階段泛工具機產業蓬

勃發展的契機。 

惟泛工具機及半導體產業之特性與差異明顯，泛工具機業者必須重新調

整發展策略，不再以開發大量標準化產品做為主要考量。故本計畫經由法人

技術輔導資源深化泛工具機業者基礎技術能力，輔導其切入關鍵半導體精密

零部件加工設備與應用，積極發展高值化產品，藉此跨領域布局半導體產

業，並順應半導體供應鏈，促成泛工具機業者跨入半導體設備製造商(maker)

與終端使用廠商(end user)之產業合作，共同研發製作所需之次系統及其耗

材零組件，以提升國內自製率與供應鏈，也為泛工具機產業長期發展及營運

帶來新的成長動能。 

二、主管機關及執行機關 

本計畫之主管機關為經濟部產業發展署，執行機關為財團法人金屬工業

研究發展中心。 

三、申請範圍 

(一) 半導體設備產業之系統模組產品開發。 

(二) 半導體設備產業所需之耗材零組件、各式次系統開發與試作。 

四、輔導對象 

(一) 有意願進入半導體設備產業之製造領域，具備基礎加工技術之國內
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廠商。由技術法人主導提案申請，輔導泛工具機業者提升供應能力

與技術量能。 

(二) 輔導計畫執行期程以 1 個年度為原則，廠商所申請之開發產品必須

為半導體設備產業所需之次系統、關鍵模組或耗材零組件，得提升

國內自主供應能力為宗旨。 

五、經費說明 

本計畫預算來源由經濟部產業發展署「半導體異質整合封裝設備產業自

主化計畫」編列年度預算支應。提案單位於提案時編列計畫總經費，分別為

A/B 兩類； 

(一) A 類(技術精進)-由技術審查會核定政府款與廠商自籌款之比例，政

府款上限金額 140 萬元，廠商自籌款≧ 60 萬且須全數使用於該輔導

計畫工作項目不得移作他用。 

(二) B 類(技術發展)-由技術委員經書面審查核定政府款與廠商自籌款之

比例，政府款上限金額 70 萬元，廠商自籌款≧ 30 萬且須全數使用

於該輔導計畫工作項目不得移作他用。 

 

六、申請資格 

(一) 依公司法設立之民營製造業或技術服務業。 

(二) 申請公司或其負責人均非銀行拒絕往來戶，且其對主管機關違約之

舊案財務無責任未清者。 

(三) 申請公司無欠繳應納稅捐情事。  

七、申請限制 

(一) 同一家廠商同一年度申請案數以 1 案為限。 

(二) 目標客戶之條件：必須為國內合法登記且在台生產製造之晶圓廠、
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晶片廠、封裝廠、測試廠、化合物半導體廠、記憶體廠、國內外半

導體設備廠、半導體模組/零件加工廠、載板廠、探針卡廠....等。 

八、申請準備資料 

(一) 技術輔導計畫書(格式如附件一) 

(二) 廠商承諾書(格式如計畫書附件) 

(三) 公司營利事業登記證影本 

(四) 工廠登記證影本 

(五) 與目標客戶合作之佐證資料(格式如計畫書附件) – 僅 A 類適用 

(六) 廠商利益迴避聲明書(格式如計畫書附件) – 僅 A 類適用 

(七) 廠商個人資料使用同意書(格式如計畫書附件) – 僅 A 類適用 
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貳、計畫審核程序 

 

一、 書面審查：計畫辦公室完成計畫書收件後，由技術審查會委員進行第一關

書面審核，針對計畫開發項目、目標客戶以及預估效益進行初審，獲過半

數審查委員同意方可送技術審查會。 

二、 技術審查會(適用 A 類)： 

(一) 技審會由簡報方式進行，每次至少將由三位(含)以上委員及一位專業

委員或業界代表參加，並邀約產業發展署長官列席指導。 

(二) 技術審查重點將著重在技術可行性評估，並記錄評審意見做為技術

審查複議會之參考依據。委員評分將依下列五項標準來評比： 

1. 計畫結構性(權重: 25%)  

計畫主題及其內容之資料編寫是否明確與齊全。 
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受輔導廠商與執行單位分工之界定是否明確。 

計畫開發之產品規格與驗收規格是否明確。 

2. 計畫技術重點(權重: 30%)  

受輔導廠商是否具承接本技術或量產能力。 

計畫關鍵技術是否突破傳統有助提升設備國產化。 

計畫開發之技術是否具進步性。 

計畫關鍵技術是否超越國外技術或有助專利申請。 

3. 上線規劃與市場發展(權重:20%)  

計畫開發項目是否有助於提升國產市占率之提升。 

完成開發後如何與目標客戶連結。 

市場狀況與競爭對象之資料分析是否充足。 

計畫之市場效益與技術效益是否合理且有發展性。 

計畫開發項目是否為目標客戶製程設備、模組或零組件。 

4. 關鍵性其他(權重: 20%)  

計畫目標客戶對推動設備供應鏈國產化是否能產生關聯。 

計畫開發之衍生效益是否有助半導體產業設備國產化。 

計畫目標客戶是否具備產品驗證能力。 

計畫開發項目是否為目標客戶製程設備、模組或零組件。 

5. 其他(權重: 5%)  

計畫內容是否包含人才培育或產學合作。 

計畫開發是否有助於社會福祉提升或環境安全保護。 

(三) 由提案單位提列計畫總經費，核定之政府款上限為新台幣 140 萬元，

廠商自籌款≧ 60 萬，技審會委員有權針對總經費提出調整之建議。 

(四) 經技術審查會評分後，提案單位須針對委員意見進行計畫修正，由

計畫辦公室送交技審會委員複查，複查通過案件將依技審會得分排

序提報產業發展署，產業發展署保有最終核定權。 

(五) 產業發展署最終核定金額皆為含稅金額，總經費不足的部份由廠商

自籌款補足。政府款一經核定即無法再做變更，自籌款部分可提高

不可減少。 

参、計畫執行程序 

一、計畫簽約 

經技術審查會核定通過之計畫，應依計畫辦公室規定時限辦理簽約，並

將契約書及計畫書影本及電子檔交由計畫辦公室備查。 

二、計畫請款 

執行機關應依契約書約定分期向廠商及主管機關請款。 
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三、計畫查訪 

(一) 計畫辦公室得於計畫執行期間不定期安排查訪，查訪人員可由主管

機關、技術審查委員和計畫辦公室人員組成。 

(二) 計畫若有異常情況或違背合約規定者，計畫辦公室得要求輔導單位

限期改善，若輔導單位未能於限期改善或異常情節重大者，得由計

畫辦公室提報主管機關審議，經查屬實者，得中止計畫及解除合約。 

四、計畫變更 

執行單位於計畫核定通過後，若計畫書所列事項需變更時，應填寫計畫

變更申請表(格式如附件二) 敘明理由並檢附變更後之計畫書及相關文件，提

交計畫辦公室做計畫變更申請。 

計畫辦公室收到計畫變更申請表及相關文件後，送交技術審查委員做書

面審核，需三位(含以上)委員決議通過，再由計畫辦公室通知執行單位結果

並開始執行，審核結果留存計畫辦公室備查。 

 

五、計畫結案驗收 

計畫結案驗收時將進行輔導計畫期末審查，輔導廠商及執行機關於計畫

結束後三年內，需配合經濟部及計畫辦公室填報成效追蹤表，並參與相關產

業調查、成果發表與展示等活動。 

輔導計畫期末審查項目包含： 

(一) 執行機關備妥附有廠商結案同意書(格式如附件三)之結案報告 

(二) 計畫辦公室召開輔導案期末審查會議 

(三) 審查委員評核並提供意見 
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(四) 執行機關依據委員意見回覆並修改結案報告 
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肆、附件 

一、技術輔導計畫書 

二、技術輔導計畫變更申請表 

三、廠商結案同意書 
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半導體異質整合封裝設備產業自主化計畫 

技術輔導計畫變更申請表 
成案編號： 日期：○年○月○日 

原計畫之基本資料 

1.計畫名稱： 

2.執行單位：○○○○○○○○○○○      (請詳填機關名稱，工研院請加註『所別』) 

3.計畫審查後核定金額： 

政府款：        千元 

自籌款：        千元 

4.輔導廠商名稱： 

變

更

內

容 

請勾選『』，並填寫變更內容 

□計畫名稱： 

□輔導廠商： 

□其它              

□撤案 

變

更

理

由 

請說明計畫需變更原因及影響(變更計畫書及相關附件請附於後) 
 子計畫主持人 

 

總計畫主持人 

 

 

(附件二) 
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經濟部產業發展署□□□年度 

半導體異質整合封裝設備產業自主化計畫 

泛工具機業者切入半導體產業 

廠商結案同意書 

 

茲證明     (執行單位全名)     ，於□□□年□□

月□□日至□□□年□□月□□日，至本廠執行「   (輔導

案計畫名稱)     」並同意執行成果報告書上所述之內容及

結案備查。 

 

 

此       致 

經濟部產業發展署 

 

 

廠商名稱：□□□□□□□□□□ 

負責人：□□□  

 

中 華 民 國 □ □ □ 年 □ □ 月 □ □ 日 

(附件三) 


